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(54) THIẾT BỊ CHO MẠCH TÍCH HỢP, PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO CỤM KHỐI IC 
VÀ HỆ THỐNG ĐIỆN

(57)  Sáng chế đề cập đến phần tử mang khe cắm và các kỹ thuật và cấu hình liên quan. 
Trong một phương án, thiết bị có thể bao gồm phần tử mang được cấu hình để truyền tải 
trọng nén từ bộ tản nhiệt đến cụm khe cắm, trong đó phần tử mang được cấu hình để tạo 
thành đường bao xung quanh đế bán dẫn khi phần tử mang được ghép với bộ chuyển đổi 
được đặt giữa đế bán dẫn và cụm khe cắm và trong đó phần tử mang bao gồm lỗ được cấu 
hình để chứa đế bán dẫn. Các phương án khác có thể được mô tả và/hoặc được yêu cầu bảo 
hộ.

     Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp chế tạo cụm khối IC và hệ thống điện.
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